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1.2. 范围

本文档提供了硬件和软件范围的区别。如果想了解有关 A0,A1 零件号和产品型号对照的详细信息，请参阅表

1。

对于所有用户，建议使用 A1 版本芯片进行自己的电路板设计。

对于使用 EVKA 评估板评估 i.MXRT1050 的用户，请参考汇总表以了解软件和硬件更改。

对于那些将使用 EVKB 评估板评估 i.MXRT1050 的人，建议使用汇总表中列出的最新 SDK 及其解决方法。
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表 1 A0，A1 零件号和解码器

零件号

A0 版 A1 版

MIMXRT1052CVL5A MIMXRT1052CVL5B

MIMXRT1052DVL6A MIMXRT1052DVL6B

MIMXRT1051CVL5A MIMXRT1051CVL5B

MIMXRT1051DVL6A MIMXRT1051DVL6B

板子名称 MIMXRT1050-EVK IMXRT1050-EVKB

1.3. 参考

有关 RT1050 参考手册，数据表和所有支持文档，请参考以下链接：https://www.nxp.com/imxrt1050

2. 总结

汇总表

类别 项目 硅从 A0 变为 A1
硬件变更 软件变更

对于 A0芯片：

IO:

1. DCDC_IN 需要一起供

电或在 SNVS 电源域之

前供电。

ERR011091

解决以下问题：POR 电流过

高

NVCC_GPIO / EMC 在

VDD_SOC_IN 之前上电
无

错误修复
2. DCDC_IN必须为 2.8V〜
3.0V。

3. DCDC_PSWITCH不起作

用。

功率
对于 A1 芯片，建议客户

如下修改硬件板：

DCDC: 修复正常加电顺序

https://www.nxp.com/imxrt1050


ERR011092

可能导致 DCDC 启动失

败的问题

1. DCDC_IN 与另一个 IO 域

（IMXRT1050-
EVKB：DNP R42，填充

R25）
无

错误修复
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类别 项目
硅从

硬件变更 软件变更A0 变为 A1

2. SNVS电源支持选项：

ERR011093

1)专用 LDO使得 SNVS电源

域上电领先于其他电源域

（IMXRT1050-EVKB：默认

情况下填充 R34，DNP
R354）。

错误修复

2）如果不使用 SNVS 模
式，则 SNVS 电源可以与

其他电源域一同上电

（IMXRT1050-EVKB：DNP
R34，R38 和 U5，填充

R354 和 R35）。

3.DCDC_PSWITCH 应该比

DCDC_IN 延迟 1 毫秒

（IMXRT1050-EVKB：将

R32 从 0 更改为

30Kohm）。

DCDC: 修复正常上电时序

会导致 DCDC 复位的问题

4. DCDC_IN 更改为 3.3V 而

不是 3.0V（IMXRT1050-
EVKB：
将 R305 从 402K 更改为

464K）。

无

GPIO 新功能

Giada逐位设置/清除/切换

功能

释放 GPIO 位设置/清除/切换
API

无

接口

ERR011138

LCDIF:如果两次写入均关

闭，则 LUT连续编程可能

会失败
删除 SDK 中的软件的修复

无
错误修复

缓存改进

SOC: OCRAM，

FlexSPI，SEMC无法响应

CM7缓存推测

时钟关闭时读取 无

对于 A1 芯片，客户必须

保留在以下寄存器字段

中：

SEMC：CCM_CCGR1 CG9
（semc_exsc 时钟）保持复位

设置 2'b11

CCM: 添加位字段以控制

semc exsc时钟，必须始

终使能

FLEXSPI：CCM_CCGR0 保持复

位设置 2'b11
CG3（flexspi_exsc 时钟）

SEMC 无

内存 OCRAM：CCM_CCGR2 保持复

位设置 2'b11 CG0



（ocram_exsc 时钟）
CCM: 添加位字段以控制

flexspi exsc时钟，必须始

终使能

FLEXSPI 无

CCM: 添加位字段以控制

ocram_exsc时钟，必须始

终使能

OCRAM 无
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类别 项目
硅从

硬件变更 软件变更A0 变为 A1

由于芯片版本已更新，因此，如

果使用此芯片版本，则用户软件

将必须适应此更改

芯片 ID 从 1.0变为 1.1 无

ADC: 收到 DMA确认后，

ADC_ETC无法自动清除

ADC_ETC请求信号

ERR011164
无 无

错误修复

ERR011111

启用 RTWOG 低字节测

试模式时芯片卡在复位

中

无 无
错误修复

ERR011165 SNVS:无效 ECC检查失败
无 无

错误修复

系统引导：SEMC NOR引

导在 HAB关闭模式下不支

持签名镜像身份验证

ERR011110
无 无

错误修复

其他

系统引导：如果 FAC区域

号小于 2，则系统重置后，

FlexSPI NOR加密的 XIP
引导失败

ERR011119
无 无

错误修复

系统引导：如果将

IOMUXC_GPR18 到

IOMUXC_GPR21 锁定，

则系统重置后，FlexSPI
NOR 加密的 XIP 引导失

败

ERR011120
无 无

错误修复

ERR011150

如果在 DIV> 0 时将其禁

用然后重新启用，则不

会生成内部 BCLK
无 无

错误修复



DCDC 修整

ROM: 在 ROM代码中添加

DCDC调整功能 无 无

OTPMK

SOC:烧断
OTP_KEY_TO_DCP_DI
SABLE保险丝位以保护

OTPMK密钥

对于 A1 部分，当通过选择

OPTMK 作为密钥来加密 XIP 图

像时，客户必须保持 HAB 关

闭

无
选择

对于 A1 芯片，请保留以下寄
存器字段：
CCM_CCGR0：CG4（sim_m 或
sim_main 寄存器访问时钟）
从复位起默认为 2'b11
CCM_CCGR4：从复位起，CG0
（sim_m7 寄存器访问时钟）
默认为 2'b11

SOC

CCM：mainclk 时钟门的
添加位字段

无
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类别 项目
硅从

硬件变更 软件变更A0 变为 A1

3. 修订史

修订史

版本号 日期 修改内容

0 03/2018 初始发行

1 05/2018

更新了表 2。DCDC 修整，

OTPMK 选择和 SOC 的摘要表。
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